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E-FAST-Verfahren

Schnellhartung von Klebstoffen

In der industriellen klebtechnischen Fertigung gewinnen Methoden zum schnellen Ausharten von
Klebstoffen zunehmend an Bedeutung. Insbesondere sind Schnellhdrtungsprozesse, bei denen die
Warme nur lokal im Bereich der zu fligenden Bauteile eingebracht wird, von groBem Interesse.
Damit lassen sich kurze Aushartungszeiten im Bereich von einigen Minuten bis zu Sekunden erreichen
und umliegende, moglicherweise temperaturempfindliche Strukturen werden nicht beeinflusst.

E-FAST-Verfahren

Das E-FAST-Verfahren ermdglicht es, Kleb-
stoffe in wenigen Sekunden mit geringem
Energieaufwand prozesssicher auszuharten.

In den Klebstoff wird dafir ein kombiniertes
Heiz-/Sensorelement integriert. Das Heiz-/
Sensorelement dient dabei einerseits dazu, die
Klebschicht auf die notwendige Hartungstem-
peratur zu erwarmen, anderseits ermdglicht es
die direkte Messung der Temperatur innerhalb
der Klebschicht, sodass der Hartungsprozess
sehr prazise geregelt werden kann.

Ihre Vorteile auf einen Blick

Dadurch dass Klebstoff und Heiz-/Sensor-
element eine Einheit bilden, ermdglicht das
E-FAST-Verfahren ein sehr schnelles Fligen von
Bauteilen bei gleichzeitig hoher Zuverlassigkeit.
Die durch das zusatzliche Heiz-/Sensorelement
geringflgig steigenden Bauteilkosten werden
durch einen geringeren Investitionsbedarf

fur die Anlage, reduzierte Energiekosten und
schnellere Taktzeiten deutlich kompensiert.

m  Erwdrmung mit hoher Leistungsdichte bei
niedrigem Energieverbrauchintegrierte

m Temperaturmessung flr eine reproduzier-
bare Prozessfiihrung

= Zuverlassige Klebstoffhartung im
Sekundenbereich



E-FAST-Verfahren

Temperaturfithrung

Fir eine zuverlassige Schnellhartung von
Klebstoffen ist eine prazise Temperaturkon-
trolle wahrend des Prozesses erforderlich.
Eine Unterschreitung der optimalen Har-
tungstemperatur flhrt zu einer reduzierten
Festigkeit und Bestandigkeit der Klebverbin-
dung, wéhrend der Klebstoff bei einer Uber-
hitzung der Klebschicht direkt thermisch
geschadigt wird. Da bei einer Schnellhartung
mit hohen Aufheiz- und Abkuhlgeschwin-
digkeiten gearbeitet wird, treten starke
Temperaturgradienten zwischen Klebstoff
und den zu fligenden Bauteilen auf, sodass
die Temperatur im Klebstoff nicht mit der
von auf3en messbaren Bauteiltemperatur
gleichgesetzt werden darf.

Das E-FAST-Verfahren bietet aufgrund der
integrierten Temperaturmessungen inner-
halb der Klebschicht einen entscheidenen
Vorteil gegentiber herkémmlichen Verfah-
ren, bei denen die Temperatur von auBen
gemessen wird.

Verfahrensbeschreibung

Als Heiz-/Sensorelement dient eine dinne
Metallfolie, die in der Mitte der Klebschicht
platziert wird und sich beim Anlegen einer
elektrischen Spannung erwarmt. Da die
Warme Uber das Heizelement direkt in

den Klebstoff eingebracht wird, erfolgt die
Erwarmung mit maximaler Effizienz. Nach
der Hartung verbleibt das Heizelement prin-
zipbedingt in der Klebfuge. Versuche zeigen
aber, dass dadurch die Verbundfestigkeit der
Klebung nicht wesentlich herabgesetzt wird.

Industrielle Umsetzung

Das am Fraunhofer IFAM entwickelte und
zum Patent angemeldet E-FAST-Verfahren
kann flexibel an verschiedenste Applikatio-
nen angepasst werden. Das Fraunhofer IFAM
kann dabei sowohl das notwendige Know-
how zur Verfahrenstechnik als auch maB-
geschneiderte Klebstoffe fir den Prozess
bereitstellen.
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